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Zusammenfassung 
Verfahren zum Metallisieren eines Substrates, 
wobei mittels chemischer Gasphasenabscheidung 
mittels einer Flamme oder mittels eines Atmos-
phärendruck-Freistrahlplasmas unter Atmosphären-
druckbedingungen eine Bekeimungsschicht auf 
einem Substrat abgeschieden wird, wobei in die 
Bekeimungsschicht Nanopartikel eingebettet 
werden und wobei die Nanopartikel als Keime für 
eine nachfolgende Beschichtung mittels chemischer 
Metallisierung verwendet werden. 

Transferangebot 
Zur chemischen Metallisierung von Substraten sind Palladiumbekeimungen bekannt, um eine autokatalytische 
chemische Abscheidung zu realisieren. Auf diese Weise können beispielsweise chemische Vernickelungen oder 
Verkupferungen durchgeführt werden. Die Palladiumbekeimung muss dabei in umfangreichen Prozessschritten 
durchgeführt werden und wird meist noch begleitet von zusätzlichen Konditionierungs- und 
Beschleunigungsprozessen. In der industriellen Praxis wird bei der Herstellung metallisierter Kunststoffteile nach 
wie vor Chromschwefelsäure eingesetzt, um die Kunststoffe für eine spätere haftfeste Metallisierung 
vorzubereiten. Sie ist für den Menschen hochgiftig, kann Krebs erzeugen und ist stark umweltschädigend, 
insbesondere für Gewässer.  

Alternative Lösung 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Verfahren zur Metallisierung eines Substrats 
anzugeben. Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Metallisieren eines Substrates wird mittels chemischer 
Gasphasenabscheidung unter Atmosphärendruckbedingungen eine Bekeimungsschicht auf einem Substrat 
abgeschieden, wobei in die Bekeimungsschicht Nanopartikel eingebettet werden und wobei die Nanopartikel als 
Keime für eine nachfolgende Beschichtung mittels chemischer Metallisierung verwendet werden. Mit Hilfe der 
chemischen Gasphasenabscheidung unter Atmosphärendruckbedingungen, insbesondere mittels so genannter 
Freistrahlplasmen, können Bekeimungsschichten, beispielsweise SiOx- Schichten auf Substraten, beispielsweise 
Glas und PES- Gewirke (Polyester) hergestellt werden, wobei in den Bekeimungsschichten unterschiedliche 
Konzentrationen von Nanopartikeln, beispielsweise Silber- Nanopartikeln abgeschieden werden können. 
Überraschenderweise zeigte sich, dass die Nanopartikel, beispielsweise Silber- Nanopartikel in den 
Bekeimungsschichten als Katalysatormaterial für eine nachfolgende chemische Metallisierung dienen können. Die 
Konzentration der Nanopartikel in den Bekeimungsschichten wirkt sich dabei auf die erzielbare Aufwachsrate bei 
der chemischen Metallisierung aus. Die Leitfähigkeit dieser Metallisierungen und die Homogenität der 
aufwachsenden Schichten wird durch die Massenbelegung beeinflusst. 
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